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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第１区分
【発行日】平成21年2月19日(2009.2.19)

【公表番号】特表2008-527328(P2008-527328A)
【公表日】平成20年7月24日(2008.7.24)
【年通号数】公開・登録公報2008-029
【出願番号】特願2007-549436(P2007-549436)
【国際特許分類】
   Ｇ０１Ｒ   1/073    (2006.01)
   Ｇ０１Ｒ  31/26     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/66     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０１Ｒ   1/073   　　　Ｅ
   Ｇ０１Ｒ  31/26    　　　Ｊ
   Ｈ０１Ｌ  21/66    　　　Ｂ

【手続補正書】
【提出日】平成20年12月22日(2008.12.22)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体ウェハ上に形成された複数のデバイスをテストする接触器であって、
　該接触器は、該デバイス上に形成されるパッドと接触するプローブアレイを備え、
　該プローブアレイは、該プローブアレイの開口部の周りに配置された連続的なＤＵＴア
レイを含み、
　該開口部は、該プローブアレイが該パッドに接触するとき、少なくとも１つのデバイス
の上にある、接触器であって、該連続的なＤＵＴアレイは、該複数のデバイスのうちの隣
接するデバイスの閉ループのパッドと接触するように配置され、
　該開口部は、該デバイスの隣接する１つのデバイスの閉ループ内に配置された該デバイ
スのうちの少なくとも１つに対応し、
　該連続的なＤＵＴアレイは、該隣接するデバイスの閉ループ内に配置された該複数のデ
バイスのうちの少なくとも１つと接触することなしに、連続的なデバイスの閉ループのデ
バイスに接触するように構成された、接触器。
【請求項２】
　前記プローブアレイは、前記ＤＵＴアレイに、少なくとも１つの追加的な開口部を含み
、該追加的な開口部は、該プローブアレイが前記パッドと接触するとき、少なくとも１つ
のデバイスと相対する、請求項１に記載の接触器。
【請求項３】
　前記連続的なＤＵＴアレイは、概ね環状のパターンを形成する、請求項１に記載の接触
器。
【請求項４】
　前記ＤＵＴアレイの前記開口部は、４つのＤＵＴアレイと境界を接する、請求項１に記
載の接触器。
【請求項５】
　半導体ウェハ上に形成された複数のデバイスをテストする装置であって、



(2) JP 2008-527328 A5 2009.2.19

　該装置は、少なくとも１つの開口部を含むパターンに配置されたプローブＤＵＴアレイ
を備え、
　該少なくとも１つの開口部は、プローブＤＵＴアレイがない該パターンの周囲内に含ま
れ、
該ＤＵＴアレイのパターンは、該複数のデバイスのパターンに対応し、
　閉ループは、該複数のデバイスのうちの連続的なデバイスの閉ループに対応し、
　該開口部は、該連続的なデバイスの閉ループ内に位置する該複数のデバイスのうちの少
なくとも１つに対応し、
　該プローブＤＵＴアレイは、該連続的なデバイスの閉ループ内に位置する該複数のデバ
イスのうちの少なくとも１つと接触することなしに、該連続的なデバイスの閉ループのデ
バイスに接触するように構成された、装置。
【請求項６】
　前記プローブアレイパターンは、少なくとも１つの追加的な開口部を含み、
　該追加的な開口部は、プローブＤＵＴアレイがない該パターンの周囲内に含まれる、請
求項５に記載の装置。
【請求項７】
　前記パターンは、概ね環状である、請求項５に記載の装置。
【請求項８】
　前記開口部は、４つのＤＵＴアレイと境界を接する、請求項５に記載の装置。
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